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Beschreibunq 



Verfahren und Vorrichtunq zur Erfassunq 



der Temperatur eines Kochaefafies 



Die Erf indung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung 
zur Erfassung der Temperatur eines Kochgef afies, das auf einer 
Koch- Oder Heizplatte, insbesondere einer Glaskeramikplatte, 
eines vorzugsweise elektrisch betriebenen Warmegerates im 
5 Bereich einer Heizzone des Warmegerates aufgestellt ist. 

Zum Erhitzen von Speisen und anderem Erwarmungsgut beim 
Kochen, Braten, Fritieren o. dgl. werden heutzutage haufig 
Warmegerate mit in der Regel aus Glaskeramikwerkstof f beste- 
henden Kochplatten eingesetzt, auf denen eine oder mehrere 

10 Koch- oder Heizzonen definiert sind, die jeweils durch 
unterhalb der Kochplatte angeordnete Heizeinrichtungen 
beheizbar sind. Die Heizeinrichtungen konnen beispielsweise 
in Form elektrischer Strahlungsheizkorper oder in Form von 
Induktionseinrichtungen mit einer oder mehreren Induktions- 

15 spulen zum induktiven Beheizen der auf der zugeordneten 
Kochzone auf gestellten Kochgef alie ausgebildet sein. 

Bei den meisten der herkommlichen Kochherde wird ein Koch- 
vorgang gesteuert, indem mittels eines der Kochzone zugeord- 
neten Bedienelementes eine fur den gewtinschten Kochvorgang 
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geeignete Leistungsstuf e der Kochzone voreingestellt und der 
Kochvorgang dann von einem Bediener iiberwacht wird. Die 
Qualitat des Kochergebnisses hangt dabei wesentlich von der 
Erfahrung des Bedieners ab, wobei in der Regel keine genaue 
5 Erfassung der Temperatur des KochgefaBes oder des darin 
enthaltenen Erwarmungsgutes durchgefiihrt wird. 

Es sind auch schon automatische Kochsysteme vorgeschlagen 
worden, die eine mehr oder weniger genaue Temperaturerf assung 
der aufgestellten Kochgef aBe ermoglichen, um beispielsweise 

10 ein automatisches, durch die Temperaturerf assung gesteuertes 
Kochen zuzulassen. Bei einem bekannten System werden 
spezielle Kochgefafie verwendet, bei denen seitlich wenig 
oberhalb der Kochgef aB-Bodenf lache eine schwarze Farbmarkie- 
rung angebracht ist. Durch einen von der Seite auf diese 

15 Farbmarkierung gerichteten Inf rarotsensor kann das von der 
Farbmarkierung abgestrahlte Strahlungsspektrum erfaBt und 
daraus die Temperatur des Kochgef aBes abgeleitet werden. Der 
MeBwert kann zur Steuerung der der Kochzone zugeordneten 
Heizeinrichtung benutzt werden, um beispielsweise bei einer 

2 0 Uberhitzung die Heizleistung der zugeordneten Heizeinrichtung 
herunterzuf ahren oder die Kochstelle abzuschalten. Das 
Kochsystem erfordert spezielle, mit entsprechenden Farbmar- 
kierungen ausgestattete Kochgef aBe. Wird auf Farbmarkierunger^ 
verzichtet, so steht man vor dem Problem, daB in der Regel 

2 5 die bzgl. ihrer Warmeabstrahlung beobachteten Oberflachen- 

bereiche des KochgefaBes in Struktur und Farbe unterschied- 
lich sind, so daB sich die Oberf lachenemissionsf ahigkeit in 
unkontrollierbarer Weise andern kann, was eine ungenaue 
Messung zur Folge hat. Zudem ergeben sich durch die seitliche 

3 0 Kochgef aBbeobachtung in der Regel Einschrankungen hinsicht- 

lich der Aufstellung und Handhabung der auf der Kochplatte 
aufgestellten Kochgef aBe. 



1 



A 34 917 



- 3 - 



Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren sowie 
eine Vorrichtung zur Erfassung der Temperatur von auf Koch- 
platten auf gestellten Kochgef aBen zu schaffen, die die 
Nachteile des Standes der Technik vermeiden. Insbesondere 
5 soli ohne Einschrankung bei der Handhabung der KochgefaBe 
eine genaue Temperaturerf assung ermoglicht werden. 

Zur Losung dieser Aufgabe schlagt die Erfindung eine Vorrich- 
tung mit den Merkmalen von Anspruch 1 und 11 sowie ein 
Verfahren mit den Merkmalen von Anspruch 13 vor. Bevorzugte 
) 10 Weiterbildungen sind in den abhangigen Anspruchen angegeben. 

Der Wortlaut samtlicher Anspriiche wird durch Bezugnahme zum 
Inhalt der Beschreibung gemacht. 

Erf indungsgemaB ist im Bereich einer zu tiberwachenden Heiz- 
zone auf der dem auf gestellten KochgefaB zugewandten Obersei- 

15 te der Kochplatte mindestens ein f laches MeBelement vorgese- 
hen, das eine dem Boden eines auf zustellenden KochgefaBes 
zugewandte und zum Beruhrungskontakt mit dem Boden des 
KochgefaBes vorgesehene Oberseite hat, deren Flache normaler- 
weise einen Bruchteil der Gesamtflache der zugeordneten 

20 Heizzone entspricht. Die Temperatur dieses MeBelementes wird 
bestimmt, wozu in der Regel mindestens ein Sensor zur Erfas- 
^ sung der Temperatur des MeBelementes vorgesehen ist. Da das 

MeBelement so ausgebildet ist f dafi der normalerweise weitge- 
hend ebene Oder leicht gewolbte Boden eines auf gestellten 

2 5 KochgefaBes unter Einwirkung des Kochgef aBgewichtes groB- 

flachig auf das MeBelement aufgedrtickt wird, stellt sich die 
Temperatur des MeBelementes aufgrund von Warmeleitung in der 
Regel schnell auf die Temperatur des Kochgef aBbodens ein. Urn 
eine schnelle, zuverlassige Temperaturangleichung zu gewahr- 

3 0 leisten, besteht das MeBelement zweckmaBig aus einem gut 

warmeleitenden Material und hat eine geringe Warmekapazitat . 
Dariiber hinaus ist eine gewisse VerschleiBf estigkeit bzw. 
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Kratzf estigkeit oder Abriebsf estigkeit vorteilhaft, damit 
auch nach langjahrigem Betrieb keine verschleiBbedingten 
Funktionsbeeintrachtigungen zu befiirchten sind. Durch die 
Bereitstellung mindestens eines hinsichtlich seiner Eigen- 
5 schaften definierten MeBelementes im Bereich der Heizzone 
wird eine genaue Temperaturmessung am KochgefaB moglich, 
solange dieses so aufgestellt wird, daB ein hinreichend guter 
Beruhrungskontakt zum MeBelement besteht. Die Messung kann in 
diesem Fall weitgehend unabhangig von anderen Eigenschaf ten 
10 des KochgefaBes sein, beispielsweise von der Warmeabstrahl- 
fahigkeit seiner Oberflache. Durch erf indungsgemaBe MeBele- 
mente werden weitgehend normierte MeBstellen fiir die tempera- 
turgenaue Ermittlung der Kochgef aBtemperatur im Bodenbereich 
des Kochgef aBes geschaffen. 

15 Besonders bevorzugt sind Weiterbildungen, bei denen die 

Bestimmung der Temperatur des MeSelementes von unten durch 
die Kochplatte hindurch erfolgt. Dadurch wird es moglich, 
Einrichtungen zur Tempera turerfassung der auBen liegenden 
MeBelemente beispielsweise im weitgehend hermetisch abgedich- 

20 teten Raum unterhalb der Glaskeramikplatte einer Kochmulde 

geschiitzt unterzubringen. Auf Leitungen oder dergleichen, die 
auf der Plattenoberseite zum MeBelement fiihren, kann verzich- 
tet werden. Beispielsweise kann direkt unterhalb eines 
MeBelementes an der Innenseite der Kochplatte ein MeBwider- 

2 5 standselement beispielsweise durch Aufdrucken angebracht 
sein, mit dem unter Ausnutzung der Warmeleitung durch die 
Kochplatte die MeBelementtemperatur bestimmt werden kann. 
Insbesondere kann aber unterhalb der Kochplatte, ggf . im 
Abstand zu dieser, mindestens ein Inf rarotsensor angeordnet 

30 sein, mit dessen Hilfe die Temperatur der kochplattenzuge- 
wandten Unterseite des MeBelementes erfaBt werden kann. Das 
Material der Kochplatte sollte in diesem Fall eine ausrei- 
chende Durchlassigkeit bzw. Transmission fur die zur Messung 
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verwendete Warmestrahlung aufweisen. Da die MeBelementun- 
terseite unabhangig von den Kochgef aBeigenschaf ten eine von 
der Art des MeBelementes und ggf . der Kochplattenoberf lache 
bestimmte, definierte Emissionsf ahigkeit fur Warmestrahlung 
5 hat, kann ein derartiges System mit jeder Art von KochgefaBen 
genau arbeiten, ohne daB am KochgefaB selbst besondere 
Vorkehrungen zur Sicherung einer bestimmten Abstrahlf ahigkeit 
vorgenommen werden mussen. Dadurch konnen Nutzer derartiger 
Systeme ohne besondere Investitionen bei der Anschaffung von 
10 KochgefaBen die Vorteile einer Temperaturmessung mittels 
J ^ Infrarotsensoren nutzen. 

Ein MeBelement kann beispielsweise durch eine auf die Ober- 
seite der Kochplatte selbsthaf tend aufgebrachte Material- 
schicht gebildet sein, beispielsweise durch eine in einem 

15 Dunnschichtverf ahren oder Dickschichtverf ahren aufgebrachte 
Mater ialschicht, insbesondere eine temperaturbestandige 
Farbschicht. Hierdurch kann eine besonders gute Haftung des 
MeBelementes auf der Kochplattenoberseite erreicht werden, 
zudem konnen Form und/oder Dicke des MeBelementes durch die 

20 Verfahrensfiihrung bei der Beschichtung auf einfache Weise an 
das gewunschte MeBelementdesign angepaiSt werden. Beispiels- 
weise konnen geeignete Farbschichten verwendet werden, wie 
sie auch bei der ublichen Dekorierung von Glaskeramikober- 
flachen verwendet werden. Der Auftrag kann im selben Verfah- 

2 5 rensschritt erfolgen. Bei Bedarf konnen Metallpartikel 
zugemischt werden. 

Alternativ oder zusatzlich ist es auch moglich, daB minde- 
stens ein MeBelement durch ein gesondertes Mater ialstuck, 
beispielsweise ein Stuck einer Metallfolie, gebildet wird, 
30 das mit Hilfe geeigneter Bef estigungsmittel , beispielsweise 
durch Kleben, auf der Kochplattenoberseite befestigt werden 
kann. Dabei ist besonders im Falle der Inf rarot-Temperatur- 
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messung von der Unterseite der Kochplatte auf eine ausrei- 
chende Emissionsf ahigkeit und/oder Warmestrahlungstransparenz 
des Klebermaterials zu achten. 

Zur Sicherstellung eines ausreichenden, moglichst groBflachi- 
5 gen Beruhrungskontaktes zwischen MeBelement und KochgefaBun- 
terseite ist es zweckmaBig, wenn die Oberseite des MeBelemen- 
tes die Oberseite der Kochplatte geringfiigig uberragt, also 
gegemiber der Kochplattenoberseite erhaben ist. Hierbei sind 
geringe Uberstandshohen von weniger als ca. 0,2 mm bevorzugt, 
10 urn die Hohe eines ggf . entstehenden Luftspaltes zwischen 

Kochplattenoberseite und Kochgef aBunterseite gering zu { 
halten. ZweckmaBig liegen die Uberstandshohen zwischen ca. 
0,05 mm und ca. 0,2 mm, insbesondere bei ca. 0,1 mm. 

Weiterhin kann es zweckmaBig, sein, wenn im Bereich der 

15 Kochzone mehrere, mit lateralem Abstand zueinander angeordne- 
te MeBelemente vorgesehen sind, wodurch sichergestellt werden 
kann, daB auch bei Kochgef aBgroBen , die nicht optimal fur die 
GroBe der Kochzone geeignet sind, immer mindestens ein 
MeBelement genaue TemperaturmeBwerte liefert. Bevorzugt ist 

2 0 eine Dreiecksanordnung von drei normalerweise idenitschen 
MeBelementen, durch die sichergestellt werden kann, daB ein 
Kochgef aB ausreichender Bodenflache auf drei Punkten kipp- 
sicher abgesttitzt ist und nicht wackeln kann. Urn zu vermei- 
den, daB ein auf gestellter Topf o. dgl. sich beim Ruhren 

25 nicht urn eine durch ein MeBelement gebildete Abstutzf lache 
dreht, ist es vorteilhaft, wenn sich kein MeBelement im 
Zentralbereich der Heizzone befindet. In der Regel wird eine 
Anordnung von mehreren MeBelementen auf einem Kreis vorteil- 
haft sein, dessen Durchmesser geringfiigig kleiner Oder etwa 

30 gleich dem Durchmesser typischer, auf der entsprechenden 

Heizzone auf zustellender KochgefaBe entspricht, so daB eine 
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Abstutzung im auBeren Randbereich eines Kochgef aBbodens 
gewahrleistet ist. 

Die Erfindung, die bei bevorzugten Ausf uhrungsf ormen eine 
Oder mehrere Ref erenzmeBf lachen zur Infrarottemperaturmessung 
5 vom Inneren einer Glaskeramikkochmulde heraus vorschlagt, 
betrifft auch Warmegerate, die mit einer erf indungsgemaBen 
Temperaturerf assungseinrichtung ausgestattet sind, insbeson- 
dere Elektrowarmegerate. Sie ist besonders fur den Einsatz 
bei Induktionskochstellen vorteilhaft, bei denen die Warme 

10 zur Beheizung auf gestellter KochgefaBe im Wandmaterial des 
Kochgef aBes selbst, insbesondere im Kochgef aBboden, durch 
induktiv erzeugte Wirbelstrome erfolgt. Besonders bei derar- 
tigen Elektrowarmegeraten ist die genaue Ermittlung der 
KochgefaBtemperatur niitzlich, da eine indirekte Temperatur- 

15 uberwachung, beispielsweise durch Uberwachung der Kochplat- 

tentemperatur, ungenau sein kann, weil ggf . groBe Temperatur- 
unterschiede zwischen Kochplatte und KochgefaB existieren- 
Induktive Kochsysteme sind gegeniiber ebenfalls moglichen 
Strahlungsheizungssystemen auch deshalb besonders geeignet, 

2 0 weil bei Strahlungsheizungssystemen normalerweise das minde- 
stens eine MeBelement direkt von unten durch Warmestrahlung 
aufgeheizt wird, so daB sich ggf. Temperaturunterschiede zur 
KochgefaBtemperatur ergeben konnen. Weiterhin ist es bei 
induktiven Kochsystemen in der Regel einfacher, unterhalb der 

2 5 Kochplatte, beispielsweise in der Nahe einer Induktions- 

spule, eine oder mehrere warmeempf indliche Inf rarotsensoren 
geschiitzt anzubringen, da in diesem Bereich im Vergleich zu 
Strahlungsheizungssystemen normalerweise deutlich niedrigere 
Temper atur en her rschen, was die Funktionsf ahigkeit und 

3 0 Lebensdauer von Inf rarotsensoren verbessern kann. 

Zudem kann bei induktiven Systemen das Material der Koch- 
platte so gewahlt werden, daB es besonders im Temperatur- 
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bereich typischer Topf bodentemperaturen , die normalerweise 
beim Kochen unterhalb von ca. 140° liegen und beispielsweise 
beim Fritieren bei maximal 250°C bis 300°C liegen konnen, fiir 
die entsprechende Warmestrahlung besonders durchlassig ist. 
5 Eine Transmissionsf ahigkeit bei hoheren Temper aturen , also 
bei kurzeren Wellenlangen der Warmestrahlung, wie sie bei- 
spielsweise fiir Glaskeramikplatten bei Strahlungsheizungs- 
systemen erf order lich ist, ist nicht unbedingt notwendig, so 
da/3 das Kochplattenmaterial hinsichtlich seiner Trans- 
10 missionseigenschaf ten optimal auf die Erf ordernisse bei der 
Temperaturerf assung abgestimmt werden kann. 

i 

Diese und weitere Merkmale gehen auBer aus den Anspriichen 
auch aus der Beschreibung und den Zeichnungen hervor, wobei 
die einzelnen Merkmale jeweils fiir sich allein oder zu 
15 mehreren in Form von Unterkombinationen bei einer Ausfiih- 

rungsform der Erfindung und auf anderen Gebieten verwirklicht 
sein und vorteilhafte sowie fiir sich schutzfahige Ausfuhrun- 
gen darstellen konnen. 

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen 

2 0 dargestellt und wird im folgenden naher erlautert. Die erste 

Zeichnungsf igur Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung 
eine bevorzugte Ausf iihrungsf orm einer erf indungsgemaBen ^ 
Temperaturerf assungsvorrichtung, die bei einer Induktions- 
kochstelle eingebaut ist. Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf 
25 die Induktionskochstelle auf Fig. 1. 

Der schematische Vertikalschnitt der Fig. 1 zeigt einen 
Ausschnitt eines elektrischen KochherdesT, dessen Oberseite 
bzw. Arbeitsf lache durch eine horizontale Glaskeramikplatte 2 
definiert wird, die eine einzige oder mehrere im Abstand 

3 0 voneinander liegende Kochstellen bzw. Koch- oder Heizzonen 3 

aufweisen kann. Die fiir die einzelnen Heizzonen vorgesehenen 
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Heizeinrichtungen 4 sind gegeniiber der Innenseite bzw. 
Unterseite 5 der Platte 2 angeordnet und werden bei dem 
gezeigten, induktiven Elektrowarmegerat durch im gezeigten 
Beispiel mehrwindige, ebene Induktionsspulen 6 gebildet, die 
5 jeweils mit geringem Abstand unterhalb der Glaskeramikplatte 
2 befestigt sind. Die beispielhaft gezeigte Induktionsspule 6 
ist an einen nicht dargestellten Hochf requenzgenerator des 
Kochgerates angeschlossen. Im radial auBeren Bereich der 
ebenen Induktionsspule 6 sind in ihrem plattenzugewandten 
10 Bereich zylindrische und sich nach unten trichterf ormig 

erweiternde Warmeabschirmungen 7 befestigt, die dafiir sorgen, 
daS im Inneren sowie unterhalb der Abschirmung 7 das durch 
die Spule 6 erzeugte elektromagnetische Wechselfeld stark 
abgeschwacht ist und vom Bereich der Platte 2 nach unten 
15 strahlende Warme weitgehend abgeschirmt ist. 

Im abgeschirmten Bereich sind mit Sichtkontakt zur Platten- 
unterseite 5 schematisch dargestellte Inf rarotsensoren 8, 
beispielsweise mit einer inf rarotempf indlichen Diode, ange- 
ordnet, die an eine Auswerteelektronik 9 zur Verarbeitung des 

2 0 durch die Inf rarotsensoren bereitgestellten Spannungssignale 
angeschlossen sind. Die Auswerteelektronik 9 kann auf einer 
Leiterplatte angeordnet sein, die im hermetisch abgeschlosse- 
I nen Raum unterhalb der Glaskeramikplatte 2 befestigt ist und 

die elektronischen Bauteile einer elektronischen Steuerein- 

2 5 richtung fur das Elektrogerat 1 tragt. 

Die Form und GroBe der der Induktionsspule 6 zugeordneten, im 
Beispiel kreisrunden Heizzone 3 wird im Inneren der Kochmulde 
durch einen die Induktionsspule mit Radialabstand umgebenden, 
bis an die Unterseite 5 der Glaskeramikplatte 2 heranreichen- 
30 den Ring 10 definiert, der aus einem die elektromagnetische 
Strahlung der Spule 2 abschirmenden , elektrisch leitfahigem 
Material, beispielsweise Aluminium bestehen kann. Auf der 



A 34 917 - 10 - 



ebenen Oberseite 11 der ca. ein Zentimeter dicken, plan- 
parallelen Kochplatte 2 kann die auBere Begrenzung der runden 
Heizzone 3 durch einen nicht naher dargestellten Ring aus 
aufgedruckter Dekorfarbe markiert sein, urn fur einen Benutzer 
5 eine lagerichtige , moglichst zentrische Aufstellung von 

Kochgef aBen zu ermoglichen. Im Falle von Kochplatten 2 aus 
einem fur Licht im sichtbaren Spektrum transparenten Material 
kann die Berandung der Kochzone durch den in diesem Falle von 
oben sichtbaren Ring 10 erkennbar sein. 

10 Im Inneren der Heizzone 3 sind auf der Kochplattenoberseite 
11 drei flache, kreisrunde Farbschichtbereiche 15, 16, 17 
aufgebracht, deren Durchmesser jeweils einen Bruchteil, 
beispielsweise etwa ein Zehntel des Durchmessers der Kochzone 
betragt. Die Farbschichtkreise konnen beispielsweise in 

15 Dunnschicht- oder Dickschichttechnik z.B. durch Aufdrucken 

aufgebracht sein und haben typische Dicken im Bereich von ca. 
0,1 mm, so daB die weitgehend ebenen Oberseiten 18, 19, 20 
der Farbkreise gegeniiber der Plattenoberseite 11 gleichmaBig 
erhaben sind. Mit ihren Unterseiten 21, 22, 23 haften die 

2 0 Farbschichten fest auf der Plattenoberseite 11. Die Zentren 
der Farbkreise 15, 16, 17 liegen mit gleichmaBigem Abstand 
zueinander auf einem Kreis, dessen Durchmesser etwa 10% bis 
3 0% kleiner sein kann als der Kochzonendurchmesser . Dadurch 
bilden die erhabenen Farbschichten eine Dreiecksanordnung, 

2 5 auf die ein in seiner GroBe an die GroBe der Kochzone 3 

angepaBtes KochgefaB 25 kippsicher und wackelfrei aufstellbar 
ist. Wird das KochgefaB 2 5 mehr oder weniger zentrisch im 
Bereich der Kochzone aufgestellt, so beruhrt der weitgehend 
ebene oder leicht kalottenf ormig gekrummte Kochgef afiboden 2 6 

3 0 die Oberseiten 18, 19, 2 0 der Farbpunkte 15, 16, 17 jeweils 

uber im wesent lichen die gesamte Flache, so daB unter dem 
Gewicht des Kochgef aBes und des darin befindlichen Kochgutes 
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ein flachiger AnpreBkontakt zwischen den Farbschichtelementen 
15, 16, 17 und der Kochgef aBunterseite 2 6 sichergestellt ist. 

Die auf kostengiinstige Weise zuverlassig haftend anbringbaren 
Farbschichtkreise 15, 16, 17 bilden MeBelemente einer Tempe- 
5 raturerf assungsvorrichtung, die es gestattet, die Temper atur 
des Kochgef aBes, insbesondere des Kochgef aBbodens 26, auf 
kostengiinstige Weise zuverlassig und genau zu bestimmen. 
Hierzu ist mindestens eines der MeBelemente 15, 16, 17 in 
Bezug auf den unterhalb der Platte 2 befindlichen Infrarot- 

10 sensor 8 so angeordnet, daB die in Kontakt mit der Platten- 
oberseite 11 stehende Unterseite des MeBelementes in Sicht- 
verbindung mit dem Inf rarotsensor 8 steht. Alternativ zu der 
skizzierten direkten Sichtverbindung kann eine warmestrah- 
lungsleitende Verbindung zwischen Inf rarotsensor und MeBele- 

15 mentunterseite auch mit Hilfe eines oder mehrerer fur die 
Reflexion von Inf rarotstrahlung geeigneter Spiegel und/oder 
mit Hilfe warmestrahlungsleitender Lichtleitf asern geschaffen 
werden . 

Wird nun ein Topf o. dgl. auf die MeBelemente 15, 16, 17 
2 0 aufgestellt und durch Einschalten der Induktionsheizung 

erwarmt, so werden aufgrund der zweckmaBig hohen Warmeleitfa- 
\j higkeit und geringen Warmekapazitat der MeBelemente und 

aufgrund des groBf lachigen AnpreBkontaktes zwischen Topf- 
unterseite und MeBelementen die Unterseiten der MeBelemente 
2 5 mit nur geringer Zeitverzogerung weitgehend die Temperatur 
annehmen, die der in Kontakt mit dem jeweiligen MeBelement 
stehende Bereich des Topfbodens hat. Ein besonderer Vorteil 
der Erfindung liegt nun darin, dafc diese weitgehend der 
Topfbodentemperatur entsprechende Temperatur an einer bzgl. 
30 ihrer Emissionseigenschaf ten genau definierten Ref erenzf lache 
vorliegt, namlich an der in Kontakt mit der Kochplattenober- 
seite stehenden MeBelementunterseite 21, 22, 23. Dadurch ist 
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es moglich, mit Hilfe des Infrarotsensors 8 durch die infra- 
rottransparente Platte 2 hindurch von unten eine sehr genaue 
Temperaturmessung durchzuf iihren, da sich Unterschiede bei der 
Abstrahlungsf ahigkeit verschiedener Kochgef afiboden bei dieser 
5 Art der Temperaturmessung nicht oder nur in vernachlassig- 
barer Weise auswirken. Das MeBergebnis dieses TemperaturmeB- 
verfahrens ist daher weitgehend unabhangig von der Emissions- 
f ahigkeit des Topfbodens, so daB Kochgef aBe beliebiger 
Oberf lachenbeschaf f enheit ohne Beeintrachtigung der Tempe- 

10 raturmessung verwendet werden konnen, solange die Topfboden- 
form einen hinreichend groBf lachigen Beriihrungskontakt zu dem 
fiir die Messung verwendeten MeBelement erlaubt. Dieser ^ > 
Beriihrungskontakt ist zweckmaBig um sicherzustellen, daft das 
MeBelement durch Warmeleitung sich schnell an die Topfboden- 

15 temperatur angleicht. 

Da es die Erfindung ermoglicht, die Topf bodentemperatur oder 
die Bodentemperatur anderer KochgefaBe zeitnah und relativ 
genau zu bestimmen, eignet sich eine erf indungsgemaBe Tempe- 
raturerf assung besonders gut fiir automatische, sensorunter- 

2 0 stiitzte Kochsysteme, bei denen die Heizleistung der jeweils 
den Kochzonen zugeordneten Heizeinrichtungen in Abhangigkeit 
von der Kochgut- bzw. Kochgef aBtemperatur steuerbar ist. 
Jedoch kann die erfaBte Temperatur auch lediglich zur Anzeige^p^ 
gebracht werden, um einem Bediener ein das Kochgut schonendes ' 

2 5 und effektives Kochen, Braten, Fritieren o. dgl. zu ermog- 
lichen. 
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Ansprtiche 

Verfahren und Vorrichtunq zur Erfassunq 
der Temperat:ur eines KochaefaBes 

1. Vorrichtung zur Erfassung der Temperatur eines Kochgefa- 
Bes, das auf einer Kochplatte, insbesondere einer 
Glaskeramikplatte, eines Warmegerates im Bereich .einer 
Heizzone aufgestellt ist, dadurch gekennzeichnet , daB im 
Bereich der Heizzone (3) auf der Oberseite (11) der 
Kochplatte (2) mindestens ein f laches MeBelement (15, 

16 , 17) angeordnet ist, das eine zum Beruhrungskontakt 
mit einem Boden (26) des KochgefaBes (25) vorgesehene 
Oberseite (18, 19, 20) hat, und daB eine Einrichtung (8) 
zur Bestimmung der Temperatur des MeBelementes vorgese- 
hen ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
unterhalb der Kochplatte (2) mindestens ein Sensor, 
insbesondere ein Inf rarotsensor (8) zur Erfassung der 
Temperatur des MeBelementes (15, 16, 17) angeordnet ist. 
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Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, da£ mindestens ein MeBelement (15, 16, 17) durch 
eine auf die Oberseite (11) der Kochplatte (2) selbst- 
haftend aufgebrachte Materialschicht gebildet ist, 
insbesondere durch eine vorzugsweise aufgedruckte 
Farbschicht. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet , daft mindestens ein MeBelement 
durch ein gesondertes, auf die Oberseite (11) der 
Kochplatte befestigtes, insbesondere aufgeklebtes diinnes 
Mater ialstiick, insbesondere eine Metallfolie, gebildet 
ist. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 die Oberseite (18, 19, 20) 
des MeBelementes (15, 16, 17) die Oberseite (11) der 
Kochplatte geringfiigig iiberragt, vorzugsweise um weniger 
als 0,2 mm, insbesondere um zwischen 0,05 mm und 0,15 
mm . 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, da3 im Bereich der Kochzone (3) 
mehrere MeBelement (15, 16, 17) vorgesehen sind, insbe- 
sondere drei in Dreiecksanordnung angeordnete Mefielemen- 
te. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB mindestens ein MeBelement 
(15, 16, 17) exzentrisch zu einem Zentrum der Kochzone 
(3) angeordnet ist und/oder daB kein MeBelement im 
Zentrum der Kochzone angeordnet ist. 
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8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet , daB das MeBelement (15, 16, 17) 
im wesentlichen aus einem gut warmeleitendem Material 
geringer Warmekapazitat besteht. 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Kochplatte (2) im 
wesentlichen aus einem Material besteht, das fur Infra- 
rotstrahlung zumindest aus einem Farbtemperaturbereich 
zwischen Raumtemperatur und ca. 250°C bis 300°C eine 
gute strahlungsdurchlassigkeit aufweist. 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Kochzone (3) durch eine 
Induktionsheizeinrichtung mit mindestens einer Indukti- 
onsspule (6) beheizbar ist. 

11. Elektrowarmegerat mit einer Kochplatte, insbesondere 
einer Glaskeramikplatte, auf der mindestens eine mittels 
einer unterhalb der Kochplatte angeordneten Heizeinrich- 
tung beheizbare Heizzone definiert ist, sowie mit einer 
Vorrichtung zur Erfassung der Temperatur eines auf der 
Heizzone auf gestellten KochgefaBes, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Vorrichtung zur Erfassung der Temperatur 
des KochgefaBes (25) gemaB einem der Anspriiche 1 bis 10 
ausgebildet ist. 

12. Elektrowarmegerat nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Heizeinrichtung (4) als Induktionsheizein- 
richtung mit mindestens einer Induktionsspule (6) 
ausgebildet ist. 



13. Verfahren zur Erfassung der Temperatur eines Kochge- 
faBes, das auf einer Kochplatte, insbesondere einer 
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Glaskeramikplatte, eines vorzugsweise elektrischen 
Warmegerates im Bereich einer Heizzone aufgestellt ist, 
gekennzeichnet durch folgende Schritte: 
Bereitstellung mindestens eines flachen Mefielementes 
(15, 16, 17) mit einer zum Beriihrungskontakt mit einem 
Boden (2 6) des KochgefaBes (25) vorgesehenen Oberseite 
(18, 19, 20) im Bereich der Kochzone (3) ; 
Aufstellung eines KochgefaBes (25) im Bereich der 
Kochzone derart, daB eine Bodenflache des KochgefaBes im 
Beruhrungskontakt mit der Oberseite des MeBelementes 
tritt; 

Bestimmung der Temperatur des MeBelementes. i 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Bestimmung der Temperatur des MeBelementes (15, 16, 
17) von unten durch die Kochplatte hindurch erfolgt, 
wobei vorzugsweise die von der Unterseite (21, 22, 23) 
des MeBelementes durch die Kochplatte abgestrahlte 
Warmestrahlung erfaBt wird. 



t- 
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Zusammenf assung 

Verfahren und Vorrichtung zur Erfassunq 
der Temperatur eines KochaefaBes 

Beschrieben werden eine Vorrichtung und ein Verfahren zur 
Erf assung der Temperatur eines Kochgef aBes (25) , das auf 
einer Kochplatte eines Warmegerates , beispielsweise auf der 
Glaskeramikplatte (2) eines induktiven Kochherdes (1) , im 
5 Bereich einer Heizzone (3) aufgestellt ist. Im Bereich der 
Heizzone (3) ist auf der Oberseite der Kochplatte mindestens 
ein, beispielsweise durch eine Farbschicht gebildetes, 
f laches MeBelement (15, 16, 17) angebracht, dessen Oberseite 
(18, 19, 20) bei Aufstellen des Kochgef aBes (25) in flachigem 

10 Beruhrungskontakt mit dem Kochgef aBboden (26) tritt. Dadurch 
gleicht sich die Temperatur des MeBelementes (15, 16, 17) 
durch Warmeleitung der Kochgef aStemperatur zuverlassig an, so 
daB durch Bestimmung der MeBelementtemperatur die KochgefaB- 
temperatur bestimmbar ist. Das MeBelement (15, 16, 17) kann 

15 als Ref erenzmeBf lache zur Inf rarottemperaturmessung durch die 
Kochplatte hindurch genutzt werden, wobei die Genauigkeit der 
Temperaturmessung nicht von der Emissionsf ahigkeit des 
aufgestellten Kochgef aBes (2 5) abhangt. 

(Hierzu Fig. 1) 
20 
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